
半导体封装用金基键合丝及金带国家标准 

编制说明 

 

一、工作简况 

1. 任务来源 

1..1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、

编制组成员（单位） 

根据 2020 年 12 月 24 号，国家标准化管理委员会《关于下达 2020 年第四批推荐性国

家标准计划的通知》（国标委发[2020]54 号）的要求，国家标准《半导体封装用键合金及金

合金丝》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20204837-T-610，项

目周期为 18 个月，完成年限为 2022 年 6 月，标准起草单位为北京达博有色金属焊料有限责

任公司。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。因后续编制过程中，添加了有关

金带的标准，所以国家标准项目名称更改为《半导体封装用金基键合丝及金带》，并由：北

京达博有色金属焊料有限责任公司负责起草。 

1.2 项目编制组单位变化情况 

编制过程中项目编制组单位无变化。 

2. 主要参加单位和工作成员及其所做工作 

2.1 主要参加单位情况 

标准主编单位北京达博有色金属焊料有限责任公司是中关村科技园区的国家高新技术

企业，致力于键合丝的研发、生产和销售工作，产销量始终处于国内内资企业的首位。先后

承担了国家十一五 02 重大科技专项课题“先进封装用键合金丝的研究及产业化”，和十二

五 02 重大科技专项课题“高端封装用键合铜丝”。目前两项课题中的新产品均已验收，并

形成批量化生产及销售，是国内内资键合丝的龙头企业。北京达博公司已主起草、修订或参

与起草多项国家标准和行业标准，如《半导体封装用键合金丝》、《蒸发金》、《高纯金》、

《金钯材》、《封装键合用镀金银及银合金丝》、《半导体封装用键合钯铜丝》等国家标准；

《金砷蒸发料》、《半导体封装用键合银丝》等行业标准。 

北京达博公司在标准起草任务落实后，积极组织相关人员查阅和检索国内外有关该产品

的技术标准和资料，同时开展对用户的走访调研工作，收集现场实测数据，征求客户使用意

见，确认厂家对产品的性能要求及尺寸允许范围等，组织公司研发部门进行试验，从而达到

性能调整和结构优化，最后在结合生产实际的基础上，完成本标准草案的编制工作。 

2.2 主要工作成员负责的工作情况 

本标准的主要起草人及工作职责见表 1。 

表 1 主要起草人及工作职责 

起草人 工作职责 

杜连民、闫茹 负责标准的工作指导、试验方案确定 

田柳 负责标准的编写及资料的整理及汇总 

杨志新 负责产品生产及实验数据的积累 

闫茹 负责技术指导及客户调研工作 

杜连民 负责组织协调工作 



3. 主要工作过程 

3.1 预研阶段 

2019 年 2 月，《半导体封装用键合金丝》实施年效已有四年，接近需修订时间，且存

在新金基键合产品，所以北京达博有色金属焊料有限责任公司技术部组织内部相关人员召开

会议，商讨标准修订相关事项，结合实际生产及应用，深入了解及分析键合金丝和新产品的

现状，提出修订意见，最后由相关人员整理和编辑，形成标准讨论稿。 

3.2 立项阶段 

2019 年 10 月 11 日，北京达博金属焊料有限责任公司向全体委员会提交了《半导体封

装用键合金丝》标准项目修订建议书、标准修订草案及标准修订立项说明等材料，全体委员

会议论证结论为同意国家标准修订立项。 

2020 年 12 月 24 号，国家标准化管理委员会下达了修订《半导体封装用键合金及金合

金丝》国家标准的任务，计划号为 20204837-T-610，完成年限为 2022 年 6 月，技术归口单

位为全国有色金属标准化技术委员会。 

3.3 起草阶段 

2021 年 4 月，北京达博有色金属焊料有限责任公司相关人员赴贵阳参加有色标准会，

聆听并学习修订标准的相关事宜，并对本单位与修订标准相关的人员进行传达。2021 年 5

月，北京达博组织有关技术人员及相关单位对修改后的草案稿进行细节处的重新研讨、审改

及确定，确定征求意见草案稿。 

二、标准编写原则 

梳理产品结构，增加产品类型，补充需求空缺： 

——将键合金丝按含金纯度进行重新分类，增加产品辨识度和条理性； 

——调整各型号键合金丝的应用弧高范围，跟进键合工艺要求，保证标准先进性及实用

性； 

——新增金合金丝产品，促进封装键合产品低成本化，拓宽标准适用面； 

——新增金带产品，提升封装键合产品在射频/微波组件设计领域的应用性能，拓宽标

准适用面； 

规范金合金丝和金带的技术指标，指导其生产和应用： 

——规定了金合金丝和金带化学成分、尺寸及其允许偏差、力学性能、表面（外观）质

量、工艺性能、绕线要求和放线性能； 

——规定了金合金丝化学成分仲裁分析方法、尺寸及其偏差测量方法、力学性能测试方

法、表面质量检验方法、卷曲及扭曲检验方法、绕线检验方法和放线性能检验方法； 

——规定了金带化学成分仲裁分析方法、尺寸及其偏差测量方法、力学性能测试方法、

表面质量检验方法、绕线检验方法和放线性能检验方法； 

——规定了金合金丝和金带的检查与验收、组批、检验项目、取样和检验结果判定； 

——规定了金合金丝及金带的标志、包装、运输、贮藏和随行文件及合同内容。 

三、标准主要内容的确定依据及主要实验和验证情况分析 

1. 封装用金基键合丝分类： 

在现有标准中，键合金丝按化学成分分为掺杂金丝和合金金丝两类，合金金丝分为 AG2

和 AG3 两种类型。修订后的标准中添加了键合金合金丝，金合金丝产品名称易于合金金丝

混淆，固按照金含量的纯度对键合金丝重新进行分类，掺杂金丝为 4N 金丝，合金金丝 AG3

为 3N 金丝，合金金丝 AG2 为 2N 金丝，而金含量约为 80%的 AG8 与金含量约为 60%的 AG6



统称为金合金丝，这样分类，更成体系，更具有辨识度。 

2. 键合金丝各型号的应用弧高： 

随着半导体封装小型化，复杂化发展，对其应用的键合丝弧高要求进一步缩短，所以修

订后的标准根据现有的键合工艺要求，对各型号金丝的应用弧高范围进行了一定的调整。 

3. 金丝、金合金丝和金带的化学成分： 

修订后的标准中在 AG2 和 AG3 的化学成分要求中，添加了有关其合金含量的规定，AG2

合金含量为 0.9-0.99%，AG3 合金含量为 0.01-0.09%；金带由 4N 金线制成，化学成分与 4N

金丝一致；AG6 型号金合金丝化学成分规定为金含量为 55-65%，钯含量为 0-4%，银余量，

AG8 型号金合金丝化学成分规定为金含量为 75-85%，钯含量为 1-5%，银余量。 

4. 金合金丝直径及其偏差： 

由于金合金丝各个元素添加含量处在规定的区间内，且区间范围较宽泛，批次之间必不

可免的存在一定差异，导致其密度不固定，无法同键合金丝一样，通过测量重量，来计算出

相应的直径，所以需要借助仪器，来进行直接测量，本修订标准中采用的仪器为激光测径仪。 

5. 金合金丝的力学性能： 

通过生产及试验，获取金合金丝实际力学性能情况，具体数值见表 1 和表 2。根据样品

结果和其他生产厂商要求及其部分样品检测，确定金合金丝力学性能要求为表 3 所示。 

表 1  AG6 型号样本的力学性能 

直径 18μm 20μm 23μm 25μm 

力学 

性能 

拉断力

10
-2
N 

延伸率 

% 

拉断力

10
-2
N 

延伸率 

% 

拉断力

10
-2
N 

延伸率 

% 

拉断力

10
-2
N 

延伸率 

% 

样本

1 

5.66 10.33 7.13 13.11 9.50 11.30 11.40 15.40 

5.82 11.45 6.96 11.07 9.63 11.67 11.30 14.75 

5.53 12.01 7.07 11.76 9.76 12.37 11.40 14.89 

样本

2 

5.80 11.94 7.07 10.81 9.60 14.00 11.00 14.60 

5.78 10.72 7.03 10.85 9.57 13.83 10.90 14.50 

5.88 10.55 7.14 11.28 9.50 13.47 11.00 14.60 

样本

3 

5.77 10.67 7.13 10.40 9.41 13.17 11.00 14.50 

5.67 10.66 7.07 10.41 9.24 13.08 11.00 15.00 

5.70 10.18 7.04 12.15 9.16 13.01 11.00 14.80 

表 2  AG8 型号样本的力学性能 

直

径 
18μm 19μm 20μm 23μm 25μm 30μm 

力

学 

性

能 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

拉 

断 

力

10
-2
N 

延 

伸 

率 

% 

样

本 

1 

5.41  10.89  6.39  12.31  6.87  12.10  9.17  13.00  11.33  14.46  15.70  16.25  

5.57  11.18  6.41  10.69  6.93  12.51  9.27  13.37  11.10  13.42  15.50  15.35  

5.60  11.20  6.45  10.86  6.76  11.06  9.25  12.08  11.20  14.32  16.60  16.15  

样 5.58  11.55  6.52  11.25  7.00  11.15  9.37  12.47  11.37  14.92  16.60  16.52  



本 

2 

5.46  10.80  6.49  11.15  6.98  12.29  9.21  12.32  11.75  13.62  15.70  16.74  

5.68  11.13  6.59  11.42  7.08  12.08  9.07  12.02  11.13  14.38  15.60  16.02  

样

本 

3 

5.67  11.08  6.20  11.48  7.21  12.46  9.32  11.41  11.03  13.95  16.70  15.28  

5.59  11.06  6.23  11.17  7.09  12.63  9.18  12.88  11.00  13.10  16.50  15.20  

5.46  10.15  6.24  11.11  6.94  12.13  9.20  13.20  11.06  13.98  16.80  16.20  

表 3 金合金丝的力学性能  

公称直径 

mm 

最小拉断力 

10
-2
N 

伸长率 

% 
伸长率波动范

围 

% AG8 AG6 最小 最大 

0.013 2.0 2.0 2.0 12.0 3.0 

0.014 2.0 2.0 2.0 12.0 3.0 

0.015 2.0 2.5 2.0 13.0 3.0 

0.016 2.5 2.5 2.0 13.0 3.0 

0.017 2.5 2.5 2.0 14.0 3.0 

0.018 3.0 3.0 2.0 20.0 3.0 

0.019 4.0 3.5 2.0 21.0 3.0 

0.020 5.0 4.0 2.0 21.0 3.0 

0.021 5.5 4.5 2.0 22.0 3.0 

0.022 6.0 5.0 2.0 22.0 3.0 

0.023 7.0 6.0 2.0 23.0 3.0 

0.024 8.0 7.0 2.0 24.0 3.0 

0.025 9.0 8.0 2.0 24.0 3.0 

0.026 9.5 8.5 2.0 24.0 3.0 

0.027 10.0 9.0 2.0 25.0 3.0 

0.028 10.0 10.0 2.0 25.0 3.0 

0.029 11.0 11.0 2.0 26.0 3.0 

0.030 12.0 12.0 2.0 26.0 3.0 

6. 金带的力学性能： 

通过生产及试验，获取金带实际力学性能情况，具体数值见表 4。根据样本结果，确定

金带力学性能为表 5。 

表 4  金带样本的力学性能 

状态 

规格 力学性能 

厚度 

mm 

宽度 

mm 

拉断力 

10-2N 

延伸率 

% 

硬态 

0.0127 0.100 

44.98 0.55 

45.24 0.98 

44.46 0.60 

0.0127 0.150 
65.16 1.24 

58.97 1.18 



0.025 0.100 

73.59 0.79 

73.89 0.87 

73.10 0.89 

0.025 0.300 

227.27 1.50 

228.76 1.92 

229.33 1.72 

软态 

0.0127 0.150 

33.56 2.74 

36.81 2.72 

34.55 3.25 

0.020 0.100 

47.33 5.08 

47.26 5.06 

47.36 5.11 

47.32 5.45 

0.025 0.100 42.00 4.19 

0.025 0.250 212.00 2.88 

0.025 0.300 
299.29 2.67 

299.33 2.79 

表 5金带的力学性能 

规格 状态 力学性能 

厚度 

mm 

宽度 

mm 
 
最小拉断力 

10
-2
N 

伸长率 

% 
伸长率波动范

围 

% 最小 最大 

0.0125 0.050 

硬态 

10.0 0.5 3.0 1.0 

0.0125 0.075 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.0127 0.085 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.0127 0.150 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.020 0.100 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.020 0.250 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.025 0.100 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.025 0.150 10.0 0.5 3.0 1.0 

0.025 0.200 100.0 0.5 4.0 1.0 

0.025 0.300 100.0 0.5 4.0 1.0 

0.025 0.500 100.0 0.5 4.0 1.0 

0.025 1.500 100.0 0.5 4.0 1.0 

0.0125 0.050 

半硬态 

10.0 1.0 4.0 1.0 

0.0125 0.075 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.0127 0.085 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.0127 0.150 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.020 0.100 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.020 0.250 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.025 0.100 10.0 1.0 4.0 1.0 



0.025 0.150 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.025 0.200 10.0 1.0 4.0 1.0 

0.025 0.300 75.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 0.500 75.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 1.500 75.0 1.0 5.0 1.0 

0.0125 0.050 

软态 

10.0 2.0 10.0 2.0 

0.0125 0.075 10.0 2.0 10.0 2.0 

0.0127 0.085 15.0 2.0 15.0 2.0 

0.0127 0.150 15.0 2.0 15.0 2.0 

0.020 0.100 35.0 2.0 15.0 2.0 

0.020 0.250 180.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 0.100 35.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 0.150 80.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 0.200 100.0 2.0 10.0 2.0 

0.025 0.300 270.0 1.0 5.0 1.0 

0.025 0.500 310.0 2.0 10.0 2.0 

0.025 1.500 500.0 2.0 10.0 2.0 

7. 其他： 

对比金丝相关规定，修订后的标准中添加了有关金合金丝和金带的表面（外观）质量、

工艺性能、绕线要求、放线性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及随行文

件和合同（或订货单）内容的规定。其中因金合金丝材质问题，易发生氧化，故在检查与验

收时，如果金合金丝的检验结果与标准规定不符时，应在收到产品之日起 15 日内向供方提

出，由供需双方协商解决；在包装时，金合金丝产品放入塑料盒后再放入塑料袋内，需抽真

空密封保存；在贮存时，金合金丝在原始包装完好的情况下，自生产日起 12 个月内使用，

开封后，需在当天用完，如用不完需储存在氮气柜中，否则报废。 

四、标准中涉及专利的情况 

本标准不涉及专利问题。 

五、预期达到的社会效益等情况 

1. 项目的必要性简述 

键合金丝是半导体封装用引线键合丝的一种，可在导电性、热传导性、耐腐蚀性、稳定

性、加工性之间取得最佳平衡，让其在高端市场中占据主要地位。但随着近年来半导体封装

行业蓬勃发展，产品的性能及功能、封装工艺的不断创新及进步，也使得其对键合丝的要求

越来越多元化，键合金丝已经有些捉襟见肘。 

其一体现在减少成本方面。金作为一种昂贵的金属，其价格一直持续不跌，然而其独特

的金属化学稳定性和极具作业效率的工艺应用优势，又是其他种类键合丝，例如键合银丝和

键合铜丝所不能替代的。而金合金丝在保留金的作为主要基体的同时，熔以其他有效金属，

既能使成本大幅度地降低，又可避免金性能优势大幅度地消减，另外其他金属与金相互作用

后，又获得新的性能优势。 

其二体现在提升产品应用性能方面。在不考虑成本的前提下，金丝的性能应数前列。然

而在电子微波和射频组件设计上，金带更具有应用优势。金带具有高可靠性、耐大电流、易

散热、低损耗传输等特点。金带较常规直径的金丝，具有更大的压接面积，其键合后的抗拉

强度更高。单位长度的金带具有更大的散热面积，散热效果更好，同等截面积下，通以大电



流，金带的耐电流能力更高，更难熔断，可靠性更好。金带具有更大的表面面积与横截面积

之比，因频率而导致的电阻更小，固高频传输特性更加优良，单根金带所带来的优良传输性

能往往需要 2-3 根金丝才能替代。有文献指出，在 20-40GHz 频率范围内，单根金丝相比金

带的微波差距非常明显，需要用三根金丝替代金带才能获得更好的微波特性。但在常规微波

组件封装内部，传输线、芯片对应的焊点数量和面积有限，常无法完全匹配三根金丝的键合

焊盘的需要。 

现有的《封装用键合金丝》标准实施年限较长，技术日新月异，部分内容不足以更好地

指导和要求相关产品的生产及应用，亟待补充和修订，从而进一步的规范相关产品的供求应

用市场，促进企业生产工艺装备、技术水平、试验检测的升级发展。 

2. 项目的可行性简述 

键合丝作为半导体封装用主要线材，一直被列为国家‘七五’、“八五”、“九五”、

“十一五”、“十二五”02 重大科技攻关项目，在市场需求及政府的各项优惠政策的支持

下，国内键合丝产业蓬勃发展。产品也由单一品种——键合金丝发展为多个品种，如键合金

丝、金合金丝、铜丝、钯铜丝、银合金丝、覆层键合丝等，每个品种又存在多个型号及线径

的产品。随着半导体封装不断向小型化和复杂化发展，其在对键合丝特性提出新要求的同时，

对成本的控制也日益迫切。满足键合生产及可靠性的基础上，封装企业开始逐步扩大对金合

金键合丝的需求，含金量以 80%和 60%为主，金合金键合丝强度高、各项性能指标可以满足

生产需求，较铜、银及其合金丝有更好的可靠性，尤其是成本远低于金丝，可靠性又比高银

合金丝及铜系列丝好，克服了高银合金丝及铜丝在应用中的诸多弊端，例如对芯片易损伤或

者冷热冲击性能不够稳定。在一些要求较高的产品中成为键合金丝材料的理想替代品，且逐

渐替代高银合金丝，应用市场前景广阔。 

微波/射频组件广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域，雷达包括各种军用雷达、气

象雷达、空管雷达等等，通信设备包含军用通讯设备和民用通讯设备，其中后者有主要基站、

手机和平板电脑等移动通讯终端，电子对抗包括军用无线电侦查和电子干扰等，微波/射频

组件军用市场巨大，民用市场广阔。随着 5G 通信向高频段拓展以及军用微波组件低成本、

小型化，军民融合大势所趋，微波/射频组件也会蓬勃发展，微波/射频芯片的应用逐渐拓宽。

而金带因自身型材原因造成的优势，也在微波/射频芯片封装上的应用效果凸显出来。对比

同等规格的金丝，其拥有更强的可靠性、更好的散热性及耐电流性、更低的损耗性、更优的

微波传输性，更佳的综合性能让其应用潜能巨大。 

修订《半导体封装用键合金丝》国家标准，添加金合金丝及金带相关规范，有利于提升

国内金合金丝及金带技术水平，引导生产企业规范和提升产品质量水平，保护顾客的经济权

益不受不良生产企业的侵犯，让使用产品的企业对该产品进行质量验证及规范使用。 

3. 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益 

本标准是我国封装用金基键合丝和金带标准，适用于半导体分立器件、集成电路、发光

二极管封装领域。修订后的标准与原标准相比，微调金丝有关技术要求并添加了金合金丝和

金带有关的技术指标，可以有效地指导和监管相关生产及应用，为生产商、用户、供应商三

方提供重要的技术依据。 

新标准技术指标水平与国外相当，具有充分的先进性、科学性、普遍性、广泛性和适用

性，综合水平达到国际先进水平，完全可以满足国内外用户、市场及我国产品进出口需求。

利于提高我国封装用金基键合产品的国际竞争力，更有助于：金基键合产品的进一步推广应

用范围；促进我国封装用金基键合产品迅速发展，提升键合产品性能，促进先进技术升级，

开辟金基键合产品多元化新局面；促进半导体封装成本缩减，优化产业结构；促进质量提升，

推进国产材料替代国外材料进程，摆脱高端芯片市场对进口键合材料的依赖性，满足高端制

造业对基础原材料的需求，消化国内金基键合产品产能，为国内键合材料产业经济提供动力；

促进微波/射频组件技术进步，并推进其相关产业包括雷达、通信、电子对抗等进一步发展，

从而为民生及军事发展贡献力量。 



六、采用国际标准和国外先进标准的情况 

本标准在修订过程中进行了大量的数据收集及测试工作，同时兼顾了全国大部分金基键

合丝及金带生产厂家现状。通过文献检索，网上查询，国内没有相关的产品标准。目前半导

体封装用金基键合丝和金带生产技术已经成熟，并有所发展，国内外已得到大规模普及。因

此更加迫切的需要对其进行修订和补充。本标准修订过程中主要参考了国内外客户的技术要

求，同时也结合了国内企业生产技术水平。 

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况 

本标准属于有色金属标准体系“贵金属产品”系列。 

本标准修订时，考虑到与国际标准和规范接轨，在规范性引用文件上按我国标准体系作

了调整和编辑，在标准的技术要求、试验方法、检验规则标志、包装、运输和贮存等方面与

国内相关标准协调一致；新修订的标准条纹精炼，表述清楚，技术要求全面、准确、科学、

合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合 GB/T 1.1

的有关要求。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

本标准在修订过程中未发生重大分歧意见。 

九、标准性质的建议和说明 

根据标准化法和有关规定，建议本标准的兴致为推荐性国家标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

应在实施前保证标准文本的充分供应。 

本次修订的《半导体封装用金基键合丝和金带》，不仅与生产企业有关，而且与设计单

位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解

释。 

可以针对标准使用的不同对象，有侧重的地进行标准的培训和宣传，以保证标准的贯彻

实施。 

十一、废止现行相关标准的建议 

本标准发布实施之日起，代替 GB/T  8750-2014《半导体封装用键合金丝》。 

十二、其他应予说明的事项 

本标准无其他事项应予说明。 


